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Разработанная методика м ожет бы ть применена не только для 
изделий космического назначения, но такж е для изделий военно- 
промышленного комплекса, авиационной промы ш ленности или изделий с 
повышенными требованиями заказчика.
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Современный этап развити я радиоэлектроники характеризуется 
обострением проблемы  надеж ности радиоэлектронных средств. Он 
характеризуется как резким  увеличением  количества используемых 
элементов и блоков, так и появлением  качественно новых ответственных 
функций, возлагаемы х человеком  на аппаратуру, в расш ирении условий ее 
работы. Современной аппаратуре часто  приходится функционировать в 
экстремальных условиях и вы полнять разнообразны е функции. В силу этих 
причин повыш аю тся требования к точности и эффективности выполнения 
целевых функций не только  системой в целом, но и каждым отдельным 
элементом.
Услож нение конструктивно-технологических вариантов компонен­
тов РЭС проявляется и в увеличении общ его числа операций в 
технологическом процессе. К аж дая технологическая операция оказывает 
влияние на точность вы ходны х функциональны х параметров и, следова­
тельно, на качество и надеж ность изделия. Э то влияние определяется 
зависимостью функциональны х вы ходны х параметров о т  параметров физии- 
ческой структуры , получаемы х на этих операциях с ростом  сложности ТП 
увеличивается число парам етров физической структуры , оказывающ их 
значимое влияние н а  ф ункциональны е п араметры .
П олучаемы е в ходе ТГ1 параметры  устройства определяются 
задаваемыми на различных этапах режимами обработки -  по нескольку 
важнейших параметров для каж дой операции, причем часто на 
формирование одного парам етра устройства оказы ваю т влияние различные 
режимные параметры (ф акторы ) с  нескольких операций . В этом проявляются 
принципы технологической наследственности.
Таким образом , качество и надеж ность РЭС определяю тся множест­
вом факторов, причем число их увеличивается.
В таких условиях возрастает значим ость оптимизации ТП на стадии 
его разработки. П ередача в производство неоптимизированны х ТГI приводит 
к резкому увеличению  сроков их освоения, колебаниям коэффициентов
выхода годных изделий и показателей надежности, повышению стоимости 
РЭС. Способствовать передаче в производство только оптимизированных 
процессов м ож ет их аттестация на стадии разработки.
В данной работе разработана методика аттестации технологических 
процессов по точности и стабильности.
А ттестация технологических процессов представляет собой систему 
организационно-технических и экономических мероприятий, направленных 
на повыш ение уровня технологии и обеспечение условий, гарантирующих 
стабильны й вы пуск изделий, соответствую щ их требованиям стандартов и 
потребителя.
Работа по аттестации проводится в д в а  этапа:в начале оценивается 
уровень технологических процессов, затем  производится непосредственно 
аттестация технологических процессов. Аттестация технологических про­
ц е с с о в  производится при условии, что данны й технологический процесс 
обеспечивает качество вы пускаемой продукции стабильно.
О ценка и аттестации технологических процессов должны предшест­
вовать аттестации продукции. Изделие не долж но быть предъявлено к 
аттестации, если уровень технологического процесса его производства не 
соответствует вы сш ей или первой категории. Аттестация изделия не 
производится, если уровень технологических процессов его производства 
соответствует второй категории.
В работе проведен анализ основны х показателей ТП, сформулиро­
ваны основны е условия и критерии оптимального ТП , разработана методика 
аттестации ТП  по точности м стабильности, представлены основные методы 
и средства, необходимые д ля ее проведения.
Разработан типовой технологический процесс лазерной резки и 
прошивки отверстий в микроплатах на установке М Л1-1ЛД и предложена 
частная методика его аттестации.
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П остоянно возрастаю щ ие требования ры н ка к новым изделиям 
радиоэлектроники (функциональность, массогабаритны е показатели, 
надежность и др.) заставляю т разработчиков, как правило, усложнять 
схемотехнические реш ения. П ри необходимости снижения габаритов и 
массы указанны е причины приводят к  увеличению  плотности расположения 
компонентов в  печатных узлах и применению  интегральных микросхем с
